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Warmhärtung – 
schnell und zuverlässig

Warmhärtung – schnelle Prozesse dank DELO
Bei 1K-warmhärtenden Klebstoffen ist die Härterkompo-
nente bereits enthalten, jedoch thermisch blockiert, so 
dass eine Vernetzung der Bestandteile des Klebstoffs bei 
Raumtemperatur nicht erfolgt.
Warmhärtung war zwar schon immer ein sicherer, aber 
kein extrem schneller Aushärtungsweg für Klebstoffe. 
DELO hat es geschafft, die Eigenschaften der Warmhär-
tung, wie Beständigkeit und höchste Zuver lässigkeit, 
durch stetiges Vorantreiben der Entwicklung zu perfektio-
nieren und äußerst schnelle Prozesse in der Produktion 
zu ermöglichen. Zudem lassen sich die warmhärtenden 
Klebstoffe einfach und einkomponentig verarbeiten.

DELO-Klebstoffe eignen sich für alle Anwendungs-
bereiche – von Mikro elektronik, Maschinenbau, Semi-
conductorbereich bis hin zu Verklebungen im Motor. 

in nur  

6 s

Flip-Chip-Kontaktierung 

Verklebung von Motoren

in nur  

2   min
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Vorteile der Warmhärtung Ihr Vorteil

Niedrigtemperaturhärtung )ügen temperaturempfindlicher Bauteile�  
größere Flexibilität bei Auswahl der Bauteil-Materialien

Seite 4

Höchste Zuverlässigkeit Sichere Funktion über die gesamte Lebensdauer des Bauteils Seite 5

Hohe Festigkeit Hohe Einsatzsicherheit und Lebensdauer Seite 6

Innovative Prozesse Optimierter Produktionsablauf, gesicherte Marktposition Seite 7

Hohe Flexibilität Alleinstellungsmerkmal für das Endprodukt,  
hohe Einsatzsicherheit

Seite 8

Hoher Temperatureinsatzbereich Sichere Funktion über die gesamte Lebensdauer des Bauteils Seite 9

Sekundenschnelle Fixierung Kurze Taktzeiten, hoher Durchsatz,  
niedrige Investitions- und Stückkosten

Seite 10

Ausgezeichnete Haftung Hohe Festigkeit und Langzeitstabilität, 
zuverlässige Funktion

Seite 11

Miniaturisierung Fügen kleinster Bauteile,  
bei denen Schrauben nicht mehr möglich ist

Seite  
4, 8

Produkttypen mit zweitem  
Aushärtungsmechanismus verfügbar

Breite technologische Möglichkeiten für den Einsatz bei Design-
varianten

Seite  
4, 11

Klebstoff in Illustrationen zur Verdeutlichung magenta dargestellt

Besondere Vorteile warmhärtender DELO-Klebstoffe: 

Verkleben von Chips 
auf Leadframe
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Kompaktkameramodul 
für Smartphones

Verkleben von Kompaktkameramodulen
Optische Bauteile wie Linsen und Imagesensoren  werden 
mit DELO DUALBOND präzise zueinander posi tioniert: 
:ährend der Ausrichtung bleibt der .lebstoff flüssig.  
Sobald das Bauteil die Position für die optimale Bild-
qualität erreicht hat, erfolgt eine sekundenschnelle 
 Lichtfi[ierung mit speziell auf den Prozess abgestimmten 
DELOLUX LED-Aushärtungslampen. Die nachfolgende 
Endaushärtung mit Wärme erfolgt bei nur +60 °C.

Technische Eigenschaften DELO DUALBOND
 � Schnelle Fixierung mit UV-Licht (� 1 s @ 1.000 mW / cm²)
 � Niedrigtemperaturhärtung:  

Endaushärtung bei +60 °C möglich
 � Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffen  

wie z. B. PBT, FR4 etc.
 � Geringe Ausgasung, geringer Schrumpf
 � Gute Temperaturstabilität
 � Gute Beständigkeit gegen Klimawechsel, 

 Feuchtigkeit und im Falltest
 � Halogenfrei nach IEC 61249-2-21

Warmhärtung =
Niedrigtemperaturhärtung

Vorteile der Warmhärtung Ihr Vorteil

Optimierter Prozessablauf Niedrigtemperaturhärtung (bei nur +60 °C) ermöglicht den Einsatz bei  
temperaturempfindlichen :erkstoffen

Erhöhte Fertigungskapazität Sichere Fixierung in � 1 s (bauteilabhängig) für kurze Taktzeiten

Prozesssicherheit Gleichbleibender, geringer Schrumpf liefert eine hohe Yield-Rate und Lebensdauer

Hohe Wirtschaftlichkeit Geringer Energieverbrauch

Niedrigtemperaturhärtung – weitere Beispiele:
 � MEMS-Die-Attach
 � Chip-Attach
 � Cap-Bonding

DELO DUALBOND ermöglicht es erstmals, tempe-
raturempfindliche Bauteile auch in Schattenzonen 

schnell und zuverlässig auszuhärten. Die Klebstoffe 
sind durch schnelles Fixieren mit Licht und der  
sekundären Warmhärtung bei nur +80 °C ideal für  
den Active-Alignment-Prozess.   
DELO DUALBOND-Klebstoffe überzeugen – deshalb 
empfehlen wir sie unseren Kunden gerne weiter!

Andre By, Chief Technology Officer,  
Automation Engineering Incorporated

Bildliche Darstellung der einzelnen Verklebungen 
bei Kompaktkameramodulen
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Chip-on-Board-Verguss 
Für elektronische Komponenten wie Chips und Sensoren 
gilt es, in den verschiedensten Anwendungsbereichen 
unter extremen Umgebungsbedingungen zu funktionie-
ren. Sensoren, die zum Beispiel zur Kontrolle des 
 Ölstands oder -drucks verwendet werden, müssen 
 sowohl eine  hervorragende Beständigkeit gegenüber 
 aggressiven Medien als auch hohen Temperaturen 
 aufweisen.  Speziell für solche Anwendungen wurden 
Verguss massen auf Basis von anhydridhärtenden 
 Epoxidharzen mit  heraus ragender Medien- und Tempe-
raturbeständigkeit entwickelt. 

Technische Eigenschaften DELO MONOPOX GE *
 � Einsatz als Dam & Fill oder Glob-Top
 � Sehr niedriger Ausdehnungskoeffizient ��� ŋ �� ppm � .�
 � Einsatztemperatur von – 65 °C bis +250 °C
 � Ausgezeichnete Medienbeständigkeit  

z. B. gegen Diesel, Öle, Fette
 � Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit 
 � Variable Aushärtungsparameter: Schnelle Aushärtung 

oder niedrige Aushärtungstemperatur möglich
 � Halogenfreie Produkte verfügbar nach IEC 61249-2-21
 � Produkte zur schnellen Fixierung mit Licht verfügbar

* GE = General Encapsulant

Vorteile der Warmhärtung Ihr Vorteil

Höchste Zuverlässigkeit 5eduzieren von thermo�mechanischen Spannungen durch niedrigen &7E�  
höchste Medien� und 7emperaturbeständigkeit� Einsatztemperatur +7�Produkte bis ���� Ź&� 
ZuverlässigkeitsTualifizierung nach -EDE& MSL � 

Optimierter Prozessablauf Standfester Dam für definierten Verguss�  
exzellente Fließfähigkeit des Fill ohne Substratheizung

Erhöhte Fertigungskapazität Aushärtung in �� min bei ���� Ź&� Dam�Stacking ohne Zwischenschritt�  
Aushärtung von Dam und Fill in einem Schritt

Mit den hochzuverlässigen 
Vergussmassen von DELO 

kann sowohl der Dam als auch 
der Fill in  einem Schritt ausge-
härtet werden.  
Teure Zwischenschritte fallen 
weg, die Produktions kapazität 
steigt. Das ist für uns ganz klar 
der Vorteil.

Michael Walsh MPhys, 
Technical Lead / R&D,  
Xaar Technology Ltd

Höchste Zuverlässigkeit – weitere Beispiele:
 � MEMS-Die-Attach bei Öldrucksensoren
 � *roćflächiger Verguss von Leiterplatten 

Chip-on-Board-Verguss
RAFI Eltec GmbH

Warmhärtung =
Höchste Zuverlässigkeit

Dam-Stacking ohne Zwischenhärtung: Stabiler Dam vor und während der  
Aushärtung, Aushärtung von Dam & Fill in einem Schritt
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Verkleben von Elektromotoren 
Steigende Ansprüche an Elektromotoren in den unter-
schiedlichsten Einsatzbereichen erhöhen auch die  
konstruktionsbedingten Anforderungen an die Ver
klebung der einzelnen Motorkomponenten. Kompakter 
und effizienter lautet die Devise bei der Entwicklung der 
neuesten Generation von Elektromotoren. Speziell für 
diese klebtechnischen Herausforderungen hat DELO ein 
leistungsstarkes Produktportfolio entwickelt. 

Technische Eigenschaften DELO MONOPOX
�� Hohe Festigkeiten
�� Hohe Schlagzähigkeit
�� Geringer Schrumpf
�� Spaltüberbrückend
�� Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit  

(bis + 220 °C)

Vorteile der Warmhärtung Ihr Vorteil

Erhöhte Einsatzsicherheit und Le-
bensdauer

Hohe Festigkeit für zuverlässige Funktion auch nach jahrelangem Einsatz

Höchste Zuverlässigkeit Hohe Funktionalität auch bei Kontakt mit aggressiven Medien und hohen  
Temperaturen

Optimierter Produktionsablauf Effizientes Dosieren durch Spaltüberbrückung;  
kurze Taktzeiten durch Induktionshärtung

Hohe Festigkeit – weitere Beispiele:
�� Verkleben von Magnesium-Saugrohrmodulen 
�� Fixierung von GFK-Winkeln an Achterbahnen 

Warmhärtung =
Hohe Festigkeit

DELO-Klebstoff steckt bei uns im Kompakt-
Winkelschleifer. Hier sind die Anforderungen an 

Haftung und Temperaturbeständigkeit enorm. Deshalb 
haben wir uns für DELO MONOPOX entschieden,  
weil er im Vergleich zu anderen Klebstoffen deutlich 
bessere Eigenschaften für diese anspruchsvollen 
Bedingungen aufweist.

Michael Schmohl, 
Leiter F & E Motoren, Metabowerke GmbH 

Verkleben eines  
Kollektors auf eine Welle 

Elektromotor im Kompakt-Winkelschleifer
© Metabowerke GmbH
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Leitfähige Verklebung mikroelektronischer Komponenten
In der Mikroelektronik wird es zunehmend erforderlich, 
dass die Komponenten mit höchster Zuverlässigkeit auf 
einem Material platziert werden. Wird die Komponente 
mit einer Maschine auf dem Board platziert, so darf kein 
Versatz oder Tilt bei weiterer Bewegung des Bauteils 
oder bei der finalen Aushärtung stattfinden. DELO bietet  
sehr schnell lichtfi[ierbare und anschliećend temperatur-
härtende .lebstoffe, die dieses Anforderungsprofil  
optimal erfüllen.

Technische Eigenschaften DELO DUALBOND IC *
 � Sehr schnelle Lichtfi[ierfestigkeit in � �,� s 
 � Niedrigtemperaturhärtung ab +80 °C
 � Sehr gute Haftung auf Kunststoffen, Gold, Silber und 

Silizium 
 � Geringer Schrumpf
 � Geringe Ausgasung

* IC = Isotropic Conductive

Vorteile der Warmhärtung Ihr Vorteil

Optimierter Produktionsablauf Schnelle Fixierung mit Licht innerhalb von 0,2 s verhindert Versatz oder  
Verschwimmen des Bauteils auf dem Board und ermöglicht kurze Taktzeiten

Verlässliche Funktionalität Miniaturisierung der Komponenten ermöglicht eine Verbesserung der optischen  
Eigenschaften der IR-Sensor-Komponenten

Höchste Zuverlässigkeit Sicheres Bestehen von Consumer-Test-Anforderungen

Zuverlässiges Platzieren, präzises Positionieren 
und schnelles, hochfestes Aushärten des  

Klebstoffs am Bauteil, all das ermöglicht der leitfähige  
DELO DUALBOND. Für die steigenden Anforderungen 
bei der Chip verklebung erfüllt DELO diese  
wichtigen Kriterien!

Dr. Hugo Pristauz, VP Flip Chip, Besi Switzerland AG 

Innovative Prozesse – weitere Beispiele:
 � Chip-Attach  
 � IR-Gehäuseverklebung
 � Linsenverklebung

Warmhärtung =
Innovative Prozesse

Dosierung des leitfähigen  
DELO DUALBOND IC  
mit DELO-DOT PN3,  

Lichtfixierung mit DELOLUX, 
Niedrigtemperatur härtung im Ofen
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Vorteile der Warmhärtung Ihr Vorteil

Beste Funktionalität Reduzierung thermomechanischer Spannungen durch höchste Flexibilität und  
Niedrigtemperaturhärtung

Erhöhte Fertigungskapazität Schnelle Aushärtung, z. B. in 15 min bei +130 °C

Höchste Zuverlässigkeit .eine Versprödung nach 7emperaturbelastung� höchste Die�Scherfestigkeit

Hohe Flexibilität – weitere Beispiele:
 � Verkleben von Elektromotoren  
 � Die-Attach
 � Cap-Bonding

Mikroelektromechanisches 
System

MEMS-Die-Attach

MEMS-Packaging 
Mikroelektromechanische Systeme, kurz MEMS,  
 kommen in vielen Alltagsprodukten vor. Besonders in 
Mobiltelefonen sowie in Automotive-Anwendungen 
 stecken unzählige MEMS-Elemente, z. B. in Form von  
Druck - oder Beschleunigungssensoren.
Klebstoffe für das MEMS-Packaging müssen besondere 
Anforderungen erfüllen. Vor allem bei der Verklebung des 
MEMS-Chips mit dem Substrat ist eine hohe Flexibilität 
bei gleichzeitig hohen Festigkeiten gefordert. Hier gilt es, 
Spannungseinträge bei z. B. Temperaturänderungen auf 
die MEMS-Strukturen und damit verbundene Änderun-
gen der Signalcharakteristika zu vermeiden. 

Technische Eigenschaften DELO MONOPOX DA *
 � Hohe Flexibilität
 � Hohe Die-Scherfestigkeit
 � Keine Versprödung nach Temperaturbelastung
 � Einfache Verarbeitung
 � Präzise Dosierung 
 � Niedrigtemperaturhärtung bei +80 °C möglich

* DA = Die Attach

Warmhärtung =
Hohe FlexibilitätHohe Flexibilität
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Im 8-Gang-Automatgetriebe 8HP der  
ZF Friedrichshafen AG werden  
verklebte Magnetringe  
eingesetzt  
(s. Bild unten)

           © ZF Friedrichsh
afe

n 
AG

Verkleben von Magnetringen für Automatgetriebe 
Einsparungen bei CO2-Ausstoß, geringerer Kraftstoff-
verbrauch: Die Anforderungen an die Fahrzeugindustrie 
werden immer größer. Durch Einsparungen bei Material 
und im Verbrauch können moderne Getriebe ihren  
Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Fahrweise leisten. 
Im 8-Gang-Automatgetriebe 8HP der ZF Friedrichshafen 
AG werden Magnetringe eingesetzt. Dabei wird der 
 kunststoffgebundene Magnetring mit dem hochfesten 
DELObMO1OPO; in einen +altering aus  Aluminium zu  
einer Baugruppe (Geberringsystem)  verklebt. 

Technische Eigenschaften DELO MONOPOX
 � Sehr gute Haftung auf Metallen, Ferriten,  

Magneten und vielen technischen Kunststoffen
 � Sehr hohe Festigkeit, auch bei höheren Temperaturen
 � Beständig gegen Medien, Feuchtigkeit und  

Vibrations- / Schockbelastung
 � Hoher Temperatureinsatzbereich von – 55 °C  

bis +200 °C
 � Hohe Standfestigkeit auch während der  

Warmhärtung

Vorteile der Warmhärtung Ihr Vorteil

Einfache Lösung Kleben als optimales Fügeverfahren: Auf Grund ihrer Sprödigkeit können  Magnetringe nicht di-
rekt mit den Getriebebauteilen verbunden werden und  
werden deshalb mit einem Haltering verklebt

Optimierter Produktionsablauf Einfache, sichere Montage des Magnetrings im Getriebe in einem komplett  automatisierten Fer-
tigungsprozess

Höchste Zuverlässigkeit Sicheres Bestehen aller Automotive�7ests� 
dauerhafter Einsatz der Magnetringe bei Temperaturen zwischen – 40 °C und +180 °C sowie 
Drehzahlen von bis zu 10.000 Umdrehungen pro Minute

Warmhärtung ist für uns der Schlüssel für eine 
dauerhafte und zuverlässige Verbindung.  

Bei der Verbindung von Magnetring und Haltering ist 
die Klebtechnik ein ideales Fügeverfahren. Daher ist 
Kleben mit DELO für uns keine Alternative, sondern 
erste Wahl.

Dietmar Schwegler,  
Leiter Produktentwicklung & Vertrieb, MS-Schramberg

Hoher Temperatureinsatzbereich – weitere Beispiele:
 � Verkleben von Ansaugmodulen 
 � Zylinderdeckelverklebung
 � Verkleben von Werkzeugschneiden

Warmhärtung =
Hoher Temperatureinsatzbereich

Geberringsystem der MS-Schramberg für das 
8-Gang-Automatgetriebe 8HP der ZF Friedrichshafen AG  
(s. Bild oben)
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Flip-Chip-Kontaktierung 
Flip-Chips tragen ihre elektrischen Anschlüsse direkt   
auf der Unterseite, so dass sie zum einen sehr kleine 
Footprints aufweisen und zum anderen Kostenvorteile 
bei der Herstellung und Weiterverarbeitung bieten. 
Mit DELOb MO1OPO; A& werden )lip�&hips, z. B. für 
RFID-Labels, zuverlässig elektrisch kontaktiert und 
 sekundenschnell mechanisch befestigt.

Technische Eigenschaften DELO MONOPOX AC *
 � Sekundenschnelle Thermodenhärtung 
 � Dauerhafte elektrische Zuverlässigkeit 
 � Universelle Haftung auf PET, Al, Cu, Si, Au, Papier
 � *eeignet für 1adeldispensen ��� Ŷm sowie -etten 

kleinster Dosiermengen �� �,�� mg�
* AC = Anisotropic Conductive

Vorteile der Warmhärtung Ihr Vorteil

Hohe Fertigungskapazität Erhöhter Fertigungsdurchsatz durch sekundenschnelle Aushärtung ermöglicht  
niedrige Investitions- und Stückkosten

Sicherer Einsatz Optimale Lösung für Produkte mit hoher Lebensdauer und breitem Einsatzbereich� )unktionssi-
cherheit ist gewährleistet

Hohe Prozesssicherheit +öchste <ield�5aten �! ��,� �� durch optimierte Partikelabmischungen�  
sehr gute 5eproduzierbarkeit auch bei kleinsten Dosiermengen durch -etten

Flexibilisierung der Fertigung Universelle Einsetzbarkeit des Klebstoffs für unterschiedliche Substrate und Chips  
ermöglicht kurze Umrüstzeiten und schnelle Prozessanpassungen

Sekundenschnelle Fixierung – weitere Beispiele:
 � Smart-Card-Die-Attach 
 � LED-Die-Attach
 � Heat-Pulse-Prozess

Warmhärtung =
Sekundenschnelle Fixierung

Bei der Flip-Chip-Kontaktie-
rung sind kurze Taktzeiten 

von weniger als 10 Sekunden  
entscheidend für eine deutliche 
Reduzierung der Stückkosten 
und die Erhöhung des Produk-
tionsdurchsatzes. 
Durch umfassende Beratung 
von DELO konnten wir unser 
Projekt erfolgreich umsetzen. 

Dr.-Ing. Frank Kriebel, 
Director Advanced-Development                  
SMARTRAC Technology GmbH

Klebstoff-
Dosierung

Chip-
Platzierung

Klebstoff-
Aushärtung

Kontrolle

Smart Label

Flip-Chip-Prozess
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Leiterplatte – SMD-Assembly, PCB-Embedding 
�� DELObMO1OPO; SMD�Assembly�.lebstoffe werden 
universell auf unterschiedlichen Substraten eingesetzt. 
Durch Niedrigtemperaturhärtung bei ca. +80 °C können 
die Klebstoffe auch auf temperatursensitiven Substraten 
eingesetzt werden. 

2) Beim PCB-Embedding mit DELO DUALBOND mCD 
wird die Komponente bereits beim Setzen auf die 
 .up ferplatte in � � s mit Licht fi[iert. Dadurch wird auch 
beim späteren Handling die geforderte Platziergenauig-
keit beibehalten. Im Inline-Prozess härtet der niedrig-
temperaturhärtende Klebstoff dann zusätzlich durch den 
Wärmeeintrag aus.

Technische Eigenschaften DELO MONOPOX
 � Universelle Haftung
 � Hochzuverlässige Fixierung von MELFs (Metal  

Electrode Leadless Faces)
 � Sehr gute Nassfestigkeit
 � Niedriger extrahierbarer Ionengehalt Na+, K+ � �� ppm

Technische Eigenschaften DELO DUALBOND mCD *
 � Halogenfrei nach IEC
 � Vorfi[ierung mit 8V�Licht ���� ŋ ��� nm� in � ŋ � s� 

Warmhärtung bei +80 °C bis +130 °C
 � CTE durch Füllstoffzugabe einstellbar > 60 ppm / K

* mCD = modified polycarbamin acid derivates

Vorteile der Warmhärtung Ihr Vorteil

Hohe Wirtschaftlichkeit Aushärtung während :ellenlot� bzw. 5eflow� oder Laminierprozess erspart  
zusätzliche Aushärtungsschritte

Sicherer Prozess Schnelle Aushärtung und geringe Aushärtungstemperatur möglich�  
einfache Dosierung

Innovation Sekundenschnelle Lichtfi[ierung mit DELO D8ALBO1D in � � s möglich

Zuverlässige Funktionalität Hohe Festigkeiten und Langzeitstabilität

Die DELO DUALBOND Systeme ermöglichen es, 
unsere Bauteile bereits direkt nach dem Setzen   

auf .upferplatten zu fi[ieren. Ein Verrutschen bei der 
weiteren Leiterplattenbearbeitung wird dadurch  
verhindert. Die Warmhärtung erfolgt Inline im Ofen  
bei +130 °C bis +150 °C.

Jürgen Wolf, 
Stellvertretender Leiter Forschung und Entwicklung, 
Würth Elektronik GmbH & Co. KG

Ausgezeichnete Haftung – weitere Beispiele:
 � Sensorverguss
 � MEMS

Warmhärtung =
Ausgezeichnete Haftung

SMD-Verklebung und Multilayer-PCBs 
mit integrierten Komponenten

Bild: Würth Elektronik GmbH & Co. KG

1

2
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Warmhärtende DELO-Klebstoffe
Chemische  
Basis

Aminisches 
 Epoxy

mCD VLT Anhydridisches 
Epoxy

Acrylat Kationisches 
Epoxy

Eigenschaften Ofenhärtung bei 
+90 bis +180 °C

breite 
 Produktvielfalt

gute Temperatur- 
und Medien-
beständigkeit

hohe  
Klebfestigkeit

Ofenhärtung bei 
+80 bis +150 °C

sehr schnelle 
 Aushärtung

schnelle 
 Lichtfi[ierung

silikonähnliches 
Verhalten möglich

Ofenhärtung bei 
+60 bis +150 °C

Aushärtung bei 
sehr niedrigen 
Temperaturen

weiter  
Viskositäts- und 
E-Modul-Bereich

Ofenhärtung bei 
+125 bis +180 °C

sehr gute 
 Temperatur-  
und Medien-
beständigkeit

niedriger CTE

Ofenhärtung bei 
+80 bis +130 °C

sehr schnelle 
Aushärtung

sehr niedrige 
 Viskosität 
 möglich

Ofenhärtung bei 
+90 bis +180 °C

gute Temperatur- 
und Medien-
beständigkeit

 einstellbares 
Fließverhalten

 niedriger CTE

Lichtfixierung      

Mikroelektronik-Verklebung

Active- / Passive-
Alignment   

Die-Attach    

Modulfixierung      

Isotrop elek-
trisch leitfähig     

Anisotrop elek-
trisch leitfähig   

Wärmeleitfähig 
(elektrisch 
 isolierend)

  

Strukturelle Verbindung

Thermisch leit-
fähig (elektrisch 
isolierend)



Hohe 
Temperatur-
beständigkeit



Vergussanwendungen

Beschichtung  

Dam & Fill /  
Glob-Top  

Großflächiger 
 Verguss     
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Damit sich die positiven Eigenschaften bei der Warm-
härtung wie Beständigkeit, höchste Zuverlässigkeit  
und schnelle Prozesse in der Produktion noch besser 

umsetzen lassen, hat DELO passende Gerätschaften, 
wie  DELO-DOT PN3 und DELO FLEXCAP, entwickelt.

Mikrodosierventil DELO-DOT PN3 –  
präzise, kompakt und leicht
Das pneumatische Mikrodosierventil DELO-DOT PN3 ist 
präzise, schnell, kompakt und hat eine Arbeitsfrequenz 
von bis zu 330 Hz (Tropfen pro Sekunde). Eine weitere 
 Besonderheit des Allroundsystems ist der modulare 
 Aufbau. Dadurch lässt sich das Dosierventil leicht in 

s eine Einzelteile zerlegen. Durch die konsequente 
 Trennung von Fluidik und Aktor entfällt zeitaufwändiges 
Reinigen und das Ventil kann schnell wieder in Betrieb 
genommen werden. Die Aktorlebensdauer ist mit  
> 1 Mrd. Zyklen extrem hoch.

DELO FLEXCAP mit integrierter  
Füllstandskontrolle im Drucktank
Bei DELO )LE;&AP ersetzt eine fle[ible, hermetisch 
dichte Folie den herkömmlichen Kartuschenkolben. 
 Dadurch können Klebstoffe blasenfrei gelagert, transpor-
tiert und dosiert werden. Das von Lufteinschlüssen freie 
Kartuschen-System  ermöglicht höchste Dosiersicherheit 
mit einer optimalen Restentleerung. DELO FLEXCAP  
gibt es als 10 ml und 30 ml Gebinde. Die Füllstands-
kontrolle am Drucktank von DELO  FLEXCAP ist gerade 
bei der vollautomatischen Produk tion von Vorteil. 
 Integrierte Sensoren liefern ein Signal bei fast leerer und 
bei leerer Kartusche. Der Anwender kann somit recht-
zeitig eine neue Kartusche vorbereiten und maximale 
Produktiv zeiten erreichen.

Die Vorteile im Überblick:
 �   Prozesssicherheit durch Blasenfreiheit
 � Reproduzierbare Prozesse mit hoher Yield-Rate
 � Leichte Integration in jede Produktionsanlage
 � Kosteneinsparung durch verringerten Ausschuss,  

verlängerte Produktionslaufzeiten und optimale  
Restentleerung

 � Luftdichte Kartusche ermöglicht einfachen und  
kostengünstigen Transport

Präzise und blasenfreie Klebstoffdosierung mit 
DELO-DOT PN3 und DELO FLEXCAP

 Alle DELO-Produkte werden  
in Deutschland entwickelt und produziert. 
Das steht für höchste Qualität.

GERMANY
MADE  IN

Klebstoff dosierung
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 � Analyse der Klebstoff- 
Charakteristika in Bezug auf  
Anforderungsprofil und Qualität

 � Tests im DELO-Labor

 � Klebstoffmuster für Kunden

 � Funktionale Tests am  
Prototyp

 � Kundentests unter Einsatz-
bedingungen

 � Schnelle Unterstützung vor Ort

Idee Design Prototyp
 � Definition der Klebstoff­
anforderungen gemeinsam  
mit dem Kunden

 � Bestimmung von Prozess-
anforderungen

DELO – der Weg zu Ihrem Erfolg 
DELO berät Kunden schon in der Produktentwicklungs-
phase, unterstützt bei der  Integration der Produkte in 
den Herstellungs prozess und begleitet bei Bedarf die 
Produktion. 

Außerdem kooperiert und arbeitet DELO mit einem 
 großen Partnernetzwerk gemeinschaftlich am  Erfolg.

Ihre Ansprechpartner im Anlagenbau

Ihre Ansprechpartner bei der Klebstoff-Dosierung
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Klebstoff-Aushärtung

�� Gemeinsame Festlegung von 
Spezifikationen

�� Prozessberatung vor Ort und 
Begleitung bei SOP

�� Klebstoffschulungen

�� Weiterhin intensive Unter
stützung der Kunden während 
der Produktion

�� Ggf. Prozess-Finetuning

�� Unterstützung der QS

�� Weltweiter Support

�� Aktualisierung der Prozesse 

�� Rationalisierungsprojekte

�� Anwendungsspezifisches  
Training von Mitarbeitern

Einführung Produktion Weiterbetreuung

Wärmeöfen

Der Klebstoff wird durch warme Umgebungstempera
turen innerhalb des Ofens aufgeheizt und ausgehärtet. 
Für einen gleichmäßigen Aushärtungsverlauf sind 
Umluftöfen vorzuziehen. Durchlauföfen ermöglichen 
kostengünstige Inline-Thermoprozesse.

Anwendungsbeispiele:
�� Verkleben von Kompaktkameramodulen (S. 4)
�� Chip-on-Board-Verguss (S. 5)
�� Verklebung mikroelektronischer Komponenten (S. 7)
�� MEMS-Packaging (S. 8)
�� SMD-Assembly, PCB-Embedding (S. 11)

Infrarotstrahler

IR-Strahler werden z.B. in Aushärtungsöfen eingesetzt, 
können aber auch extern in den Verklebungsprozess 
integriert werden. Sehr große Flächen werden durch 
IR-Panels ausgehärtet – kleine, selektive Bereiche 
durch Punktstrahler, ohne dass hierbei das komplette 
Bauteil erwärmt werden muss.

Anwendungsbeispiele:
�� Chip-on-Board-Verguss (S. 5)
�� SMD-Assembly, PCB-Embedding (S. 11)

Beheizte Stempel / Thermoden, Pressen, Heizelemente

Die für die Klebstoffaushärtung notwendige Wärme 
wird von beheizten Platten, Zangen, Greifern oder 
(Mehrfach-)Stempeln punktuell durch direkten Kontakt 
an das zu verklebende Bauteil abgegeben. Die Wärme 
wird an den Klebstoff übertragen und löst hierdurch die 
sekundenschnelle Aushärtung aus. Je dünner Fügeteil 
und Klebschicht, desto besser der Wärmeübergang 
und desto schneller die Aushärtung. Sehr gut für Inline-
Prozesse geeignet.

Anwendungsbeispiele:
�� Flip-Chip-Kontaktierung (S. 10)
�� Verkleben von Reibbelägen

Induktion

Elektrisch leitfähige Fügeteile werden induktiv  
sekundenschnell auf bis zu +180 °C erwärmt und  
der Klebstoff dadurch sehr schnell (z. T. < 1 min) 
ausgehärtet. Induktionsanlagen bestehen aus einem 
Spannungsgenerator und einer an das Bauteil  
angepassten Spule. Über ein Pyrometer kann eine 
Temperaturregelung integriert werden. Die Genauigkeit 
der Pyrometermessung wird durch Oberflächen
eigenschaften beeinflusst (z. B. Farbe, Reflektionsgrad, 
Rauhigkeit).

Anwendungsbeispiele:
�� Verkleben von Magnetringen für Automatgetriebe (S. 9)
�� Verkleben von Taschenmagneten
�� Verkleben von Elektromotoren (S. 6)

Ihre Ansprechpartner bei der Klebstoff-Aushärtung
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DOSIEREN AUSHÄRTEN BERATENKLEBSTOFFE

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und 
dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck unter 
Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art 
und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung 
konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind 
typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder 
Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar. Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend 
auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, 
etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen. Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO. 
Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

© DELO – Diese Broschüre ist einschließlich aller ihrer Bestandteile urheberrechtlich ge schützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich durch das Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, 
bedarf der vorherigen Zustimmung von DELO. Dies gilt  insbesondere für  Verviel fältigungen, Verbreitungen, Bearbeitungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen sowie Speicherung, 
Verarbeitung,  Vervielfältigung und Verbreitung unter Verwendung elektronischer Systeme.

KONTAKT

 Industrie Klebstoffe
Unternehmenszentrale

 X Deutschland · Windach / München

 X China · Shanghai

 X Japan · Yokohama

 X Malaysia · Kuala Lumpur

 X Singapur

 X Südkorea · Seoul

 X Taiwan · Taipei

 X Thailand · Bangkok

 X USA · Sudbury, MA

www.DELO.de
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